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SEM-EBSD法による残留オーステナイト分布

先端の物理解析手法を駆使し、お客様のニーズに必ずお応えします。
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● コンデンサ接続部のPbフリーはんだ
/NiPめっき断面の観察例

Sn-Ni（Cu）の合金相（柱状結晶）と、Ni-Pめっきの表面に
約300nm厚さのPの濃化層を確認した。

● 残留オーステナイト層分布測定例

SEM（走査電子顕微鏡)に組み合わせたEBSD（後方散乱
電子回折法）により、鋼中の結晶構造の異なる二相（マル
テンサイト相とオーステナイト相）の分布を測定した例。
測定が困難であったオーステナイト量としての定量化も
可能。

● ブレーキパッドの構造解析例

EPMA（電子プローブマイクロ分析）とμ-XRD（微小部X線
回折法）の測定により、成分分布だけでなく、構成する結
晶構造の分布として解析した例。
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